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(54)发明名称

一种快恢复二极管背面减薄处理设备

(57)摘要

本发明涉及快恢复二极管技术领域，具体是

涉及一种快恢复二极管背面减薄处理设备，包括

机架、研磨装置和固定装置；机架上转动安装有

两个传动辊；传动辊上设置有黏贴带，黏贴带的

两侧分别跨接在两个传动辊上；研磨装置包括第

一直线驱动器、第一安装架和研磨组件；第一安

装架与第一直线驱动器的驱动端连接；研磨组件

设置在第一安装架上且其用于研磨二极管；固定

装置包括支撑台和压紧组件；支撑台设置在机架

上；压紧组件设置在机架上。本发明实现了在研

磨二极管的过程中避免黏贴膜偏移的功能，通过

黏贴带和传动辊的设置，能够达到稳定固定二极

管的同时进行高效加工的效果，解决了黏贴膜在

加工过程中出现偏移而导致打磨厚度不均匀的

问题。
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1.一种快恢复二极管背面减薄处理设备，其特征在于，包括机架（1）、研磨装置（2）和固

定装置（3）；

机架（1）上转动安装有两个传动辊（11），机架（1）上安装有用于驱动其中一个传动辊

（11）转动的旋转驱动器（12）；

传动辊（11）上设置有黏贴带（13），黏贴带（13）的两侧分别跨接在两个传动辊（11）上；

研磨装置（2）包括第一直线驱动器（21）、第一安装架（22）和研磨组件（23）；

第一直线驱动器（21）安装在机架（1）上；

第一安装架（22）与第一直线驱动器（21）的驱动端连接；

研磨组件（23）设置在第一安装架（22）上且其用于研磨二极管（6）；

固定装置（3）包括支撑台（31）和压紧组件；

支撑台（31）设置在机架（1）上且其位于黏贴带（13）的下方；

压紧组件设置在机架（1）上且其用于将黏贴带（13）压紧在支撑台（31）上；黏贴带（13）

上设置有耐磨部（131）；

在工作状态下，当压紧组件工作时，压紧组件将黏贴带（13）的耐磨部（131）压紧在支撑

台（31）上；

机架（1）上设置有限位机构（4），限位机构（4）包括延伸杆（41）、感应板（42）和调节组件

（43）；

延伸杆（41）设置在第一安装架（22）上；

感应板（42）设置在机架（1）上，感应板（42）上设置有用于感应其所受压力的压力传感

器；

调节组件（43）设置在机架（1）上且其用于调节感应板（42）的位置；

调节组件（43）包括第二安装架（431）、螺杆（432）、蜗轮（433）、蜗杆（434）和把手（435）；

第二安装架（431）滑动安装在机架（1）上，感应板（42）安装在第二安装架（431）上；

螺杆（432）转动安装在第二安装架（431）上且其与机架（1）螺纹连接；

蜗杆（434）转动安装在第二安装架（431）上；

蜗轮（433）套接在螺杆（432）上，蜗轮（433）与蜗杆（434）啮合连接；

把手（435）套接在蜗杆（434）上。

2.根据权利要求1所述的一种快恢复二极管背面减薄处理设备，其特征在于，压紧组件

包括第一支架（321）、第二支架（322）和第一弹性件（323）；

第一支架（321）安装在机架（1）上；

第一支架（321）上安装有第一导向环，第一导向环远离第一支架（321）的一端设置有第

一限位环（3212）；

第二支架（322）与第一导向环滑动配合，第二支架（322）上设置有第一压块（3221），第

二支架（322）通过杆件与第一压块（3221）连接；

第一弹性件（323）的两端分别与第一支架（321）和第二支架（322）连接；

在工作状态下，当第一直线驱动器（21）驱动第一安装架（22）下移时，第一安装架（22）

与第二支架（322）接触后推动第二支架（322）下移。

3.根据权利要求1所述的一种快恢复二极管背面减薄处理设备，其特征在于，压紧组件

包括第三支架（324）、第四支架（325）和第二弹性件（326）；
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第三支架（324）安装在机架（1）上；

第三支架（324）上安装有第二导向杆（3241），第二导向杆（3241）远离第三支架（324）的

一端设置有第二限位环（3242）；

第四支架（325）与第二导向杆（3241）滑动配合，第四支架（325）上设置有第二压块

（3251），第四支架（325）通过杆件与第二压块（3251）连接；

第二弹性件（326）的两端分别与第四支架（325）和第二限位环（3242）连接；

机架（1）上设置有辅助控制机构（5），辅助控制机构（5）包括限制组件（51）和控制组件

（52）；

限制组件（51）设置在第三支架（324）上且其用于限制第四支架（325）移动；

控制组件（52）设置在第三支架（324）上；

在工作状态下，当第一安装架（22）下移时，第一安装架（22）驱动控制组件（52），控制组

件（52）解除限制组件（51）对第四支架（325）的移动限制，第四支架（325）在第二弹性件

（326）的弹力作用下下移，第四支架（325）带动第二压块（3251）移动，第二压块（3251）将黏

贴带（13）压紧在支撑台（31）上。

4.根据权利要求3所述的一种快恢复二极管背面减薄处理设备，其特征在于，限制组件

（51）包括安装座（511）、卡块（512）和第三弹性件（513）；

安装座（511）安装在第三支架（324）上；

卡块（512）滑动安装在安装座（511）上；

第四支架（325）上开设有与卡块（512）配合的卡槽（514）；

第三弹性件（513）的两端分别与安装座（511）和卡块（512）连接。

5.根据权利要求3所述的一种快恢复二极管背面减薄处理设备，其特征在于，控制组件

（52）包括安装板（521）、第四弹性件（522）和卡板（523）；

第四弹性件（522）的两端分别与安装板（521）和安装座（511）连接；

卡板（523）设置在安装板（521）上，且卡板（523）与安装座（511）滑动配合；

卡块（512）上开设有斜向导槽（5121）；

第一安装架（22）上设置有用于推动安装板（521）沿竖直方向下移的推动组件（53）；

第三支架（324）上设置有用于控制第四支架（325）复位的复位组件（54）；

在工作状态下，第一直线驱动器（21）驱动第一安装架（22）下移时，推动组件（53）与安

装板（521）接触后，克服第四弹性件（522）的弹力驱动安装板（521）和卡板（523）下移，卡板

（523）与卡块（512）的斜向导槽（5121）接触后挤压卡块（512），驱动卡块（512）朝远离卡槽

（514）的方向移动。

6.根据权利要求5所述的一种快恢复二极管背面减薄处理设备，其特征在于，推动组件

（53）包括连接架（531）、推架（532）和第五弹性件（533）；

连接架（531）安装在第一安装架（22）上；

推架（532）滑动安装在连接架（531）上，推架（532）上设置有限位块（5321）；

第五弹性件（533）的两端分别与推架（532）和连接架（531）连接，在推架（532）未与安装

板（521）接触时，在第五弹性件（533）的弹力作用下，限位块（5321）与连接架（531）抵紧配

合。

7.根据权利要求5所述的一种快恢复二极管背面减薄处理设备，其特征在于，复位组件
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（54）包括第二直线驱动器（541）、推板（542）和延伸板（543）；

第二直线驱动器（541）安装在第三支架（324）上；

推板（542）与第二直线驱动器（541）的驱动端连接；

延伸板（543）与第四支架（325）连接且其位于推板（542）的正上方。
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一种快恢复二极管背面减薄处理设备

技术领域

[0001] 本发明涉及快恢复二极管技术领域，具体是涉及一种快恢复二极管背面减薄处理

设备。

背景技术

[0002] 快恢复二极管（简称FRD）是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体

二极管。在对快恢复二极管进行背面减薄处理时，通常使用人工移动工件，并控制工件进行

打磨处理，不仅工作质量无法保证，而且工作效率较低。

[0003] 为此，中国专利CN114750057B公开了一种复合快恢复二极管生产用的背面减薄设

备及工艺，其通过设置背面减薄机构，该背面减薄机构可以同时对多个二极管工件进行减

薄处理，以及通过固定板的结构与基座相配合，其使得该背面减薄机构具有结构简单、批量

工作的优点，以及使得抛光机和抛光液之间设置节凑，工作时配合效果好，其可以有效提高

对二极管工件减薄处理的效率。

[0004] 但是，现有的减薄设备仍需要人工码放基座，并且需要将二极管摆放到基座内，对

人工的依赖高，导致工作效率受限，且无法保证安装精度。对二极管的固定均采用真空吸附

的方法，由于二极管的体积较小，二极管受真空吸附力影响，在加工过程中容易受损。

[0005] 为此，中国专利CN206780157U公开了一种发光二极管晶圆，其通过在黏贴膜与真

空吸附装置之间设置吸附片，可避免黏贴膜直接受到真空吸附装置的吸附力作用，有利于

使黏贴膜与发光二极管晶圆始终保持紧密贴合，解决了发光二极管晶圆在减薄过程中因黏

贴膜受到较大吸附力而与其分离，并造成发光二极管晶圆松动的问题。

[0006] 但是，采用垫片保护的方式，需要保证晶圆或黏贴膜能够与吸附片紧密配合，一旦

黏贴膜与吸附片之间发生偏移，会导致黏贴膜出现褶皱、重叠等情况，进而导致二极管被支

撑而出现倾斜情况，进而导致打磨厚度不均匀。

发明内容

[0007] 针对上述问题，提供一种快恢复二极管背面减薄处理设备，通过机架、研磨装置和

固定装置解决了黏贴膜在加工过程中出现偏移而导致打磨厚度不均匀的问题。

[0008] 为解决现有技术问题，本发明提供一种快恢复二极管背面减薄处理设备，包括机

架、研磨装置和固定装置；机架上转动安装有两个传动辊，机架上安装有用于驱动其中一个

传动辊转动的旋转驱动器；传动辊上设置有黏贴带，黏贴带的两侧分别跨接在两个传动辊

上；研磨装置包括第一直线驱动器、第一安装架和研磨组件；第一直线驱动器安装在机架

上；第一安装架与第一直线驱动器的驱动端连接；研磨组件设置在第一安装架上且其用于

研磨二极管；固定装置包括支撑台和压紧组件；支撑台设置在机架上且其位于黏贴带的下

方；压紧组件设置在机架上且其用于将黏贴带压紧在支撑台上。

[0009] 优选的，压紧组件包括第一支架、第二支架和第一弹性件；第一支架安装在机架

上；第一支架上安装有第一导向环，第一导向环远离第一支架的一端设置有第一限位环；第
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二支架与第一导向环滑动配合，第二支架上设置有第一压块，第二支架通过杆件与第一压

块连接；第一弹性件的两端分别与第一支架和第二支架连接；在工作状态下，当第一直线驱

动器驱动第一安装架下移时，第一安装架与第二支架接触后推动第二支架下移。

[0010] 优选的，黏贴带上设置有耐磨部；在工作状态下，当压紧组件工作时，压紧组件将

黏贴带的耐磨部压紧在支撑台上。

[0011] 优选的，机架上设置有限位机构，限位机构包括延伸杆、感应板和调节组件；延伸

杆设置在第一安装架上；感应板设置在机架上，感应板上设置有用于感应其所受压力的压

力传感器；调节组件设置在机架上且其用于调节感应板的位置。

[0012] 优选的，调节组件包括第二安装架、螺杆、蜗轮、蜗杆和把手；第二安装架滑动安装

在机架上，感应板安装在第二安装架上；螺杆转动安装在第二安装架上且其与机架螺纹连

接；蜗杆转动安装在第二安装架上；蜗轮套接在螺杆上，蜗轮与蜗杆啮合连接；把手套接在

蜗杆上。

[0013] 优选的，压紧组件包括第三支架、第四支架和第二弹性件；第三支架安装在机架

上；第三支架上安装有第二导向杆，第二导向杆远离第三支架的一端设置有第二限位环；第

四支架与第二导向杆滑动配合，第四支架上设置有第二压块，第四支架通过杆件与第二压

块连接；第二弹性件的两端分别与第四支架和第二限位环连接；机架上设置有辅助控制机

构，辅助控制机构包括限制组件和控制组件；限制组件设置在第三支架上且其用于限制第

四支架移动；控制组件设置在第三支架上；在工作状态下，当第一安装架下移时，第一安装

架驱动控制组件，控制组件解除限制组件对第四支架的移动限制，第四支架在第二弹性件

的弹力作用下下移，第四支架带动第二压块移动，第二压块将黏贴带压紧在支撑台上。

[0014] 优选的，限制组件包括安装座、卡块和第三弹性件；安装座安装在第三支架上；卡

块滑动安装在安装座上；第四支架上开设有与卡块配合的卡槽；第三弹性件的两端分别与

安装座和卡块连接。

[0015] 优选的，控制组件包括安装板、第四弹性件和卡板；第四弹性件的两端分别与安装

板和安装座连接；卡板设置在安装板上，且卡板与安装座滑动配合；卡块上开设有斜向导

槽；第一安装架上设置有用于推动安装板沿竖直方向下移的推动组件；第三支架上设置有

用于控制第四支架复位的复位组件；在工作状态下，第一直线驱动器驱动第一安装架下移

时，推动组件与安装板接触后，克服第四弹性件的弹力驱动安装板和卡板下移，卡板与卡块

的斜向导槽接触后挤压卡块，驱动卡块朝远离卡槽的方向移动。

[0016] 优选的，推动组件包括连接架、推架和第五弹性件；连接架安装在第一安装架上；

推架滑动安装在连接架上，推架上设置有限位块；第五弹性件的两端分别与推架和连接架

连接，在推架未与安装板接触时，在第五弹性件的弹力作用下，限位块与连接架抵紧配合。

[0017] 优选的，复位组件包括第二直线驱动器、推板和延伸板；第二直线驱动器安装在第

三支架上；推板与第二直线驱动器的驱动端连接；延伸板与第四支架连接且其位于推板的

正上方。

[0018] 本发明相比较于现有技术的有益效果是：

[0019] 1.本发明通过机架、研磨装置和固定装置实现了在研磨二极管的过程中避免黏贴

膜偏移的功能，通过黏贴带和传动辊的设置，能够达到稳定固定二极管的同时进行高效加

工的效果，解决了黏贴膜在加工过程中出现偏移而导致打磨厚度不均匀的问题。
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[0020] 2.本发明通过第一支架、第二支架、第一压块和第一弹性件实现了将黏贴带压紧

在支撑台上的功能，在第一安装架下移时自动驱动第一压块下压，通过第一弹性件的设置，

在第一安装架复位后，自动控制第一压块复位。

附图说明

[0021] 图1是一种快恢复二极管背面减薄处理设备的第一实施例的立体示意图。

[0022] 图2是一种快恢复二极管背面减薄处理设备中研磨装置和固定装置的立体分解示

意图。

[0023] 图3是一种快恢复二极管背面减薄处理设备的第一实施例的压紧组件的立体示意

图。

[0024] 图4是一种快恢复二极管背面减薄处理设备中研磨装置和限位机构的立体示意

图。

[0025] 图5是一种快恢复二极管背面减薄处理设备中限位机构的立体示意图。

[0026] 图6是一种快恢复二极管背面减薄处理设备的第二实施例的压紧组件和辅助控制

机构的立体示意图。

[0027] 图7是图6中A处的局部放大示意图。

[0028] 图8是一种快恢复二极管背面减薄处理设备的第二实施例的压紧组件和复位组件

的立体示意图。

[0029] 图9是一种快恢复二极管背面减薄处理设备中控制组件的立体分解示意图。

[0030] 图10是一种快恢复二极管背面减薄处理设备中推动组件的立体示意图。

[0031] 图中标号为：1‑机架；11‑传动辊；12‑旋转驱动器；13‑黏贴带；131‑耐磨部；2‑研磨

装置；21‑第一直线驱动器；22‑第一安装架；23‑研磨组件；3‑固定装置；31‑支撑台；311‑滚

轴；32‑压紧组件；321‑第一支架；3211‑第一导向杆；3212‑第一限位环；322‑第二支架；

3221‑第一压块；323‑第一弹性件；324‑第三支架；3241‑第二导向杆；3242‑第二限位环；

325‑第四支架；3251‑第二压块；326‑第二弹性件；4‑限位机构；41‑延伸杆；42‑感应板；43‑

调节组件；431‑第二安装架；432‑螺杆；433‑蜗轮；434‑蜗杆；435‑把手；5‑辅助控制机构；

51‑限制组件；511‑安装座；512‑卡块；5121‑斜向导槽；513‑第三弹性件；514‑卡槽；52‑控制

组件；521‑安装板；522‑第四弹性件；523‑卡板；53‑推动组件；531‑连接架；532‑推架；5321‑

限位块；533‑第五弹性件；54‑复位组件；541‑第二直线驱动器；542‑推板；543‑延伸板；6‑二

极管。

具体实施方式

[0032] 为能进一步了解本发明的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能，下面结合

附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。

[0033] 参照图1和图2：一种快恢复二极管背面减薄处理设备，包括机架1、研磨装置2和固

定装置3；机架1上转动安装有两个传动辊11，机架1上安装有用于驱动其中一个传动辊11转

动的旋转驱动器12；传动辊11上设置有黏贴带13，黏贴带13的两侧分别跨接在两个传动辊

11上；研磨装置2包括第一直线驱动器21、第一安装架22和研磨组件23；第一直线驱动器21

安装在机架1上；第一安装架22与第一直线驱动器21的驱动端连接；研磨组件23设置在第一
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安装架22上且其用于研磨二极管6；固定装置3包括支撑台31和压紧组件；支撑台31设置在

机架1上且其位于黏贴带13的下方；压紧组件设置在机架1上且其用于将黏贴带13压紧在支

撑台31上。

[0034] 本发明通过机架1、研磨装置2和固定装置3实现了在研磨二极管6的过程中避免黏

贴膜偏移的功能，通过黏贴带13和传动辊11的设置，能够达到稳定固定二极管6的同时进行

高效加工的效果，解决了黏贴膜在加工过程中出现偏移而导致打磨厚度不均匀的问题。研

磨组件23为成熟现有技术，未对其进行详细描述；旋转驱动器12优选为伺服电机，第一直线

驱动器21优选为直线气缸或直线电机，旋转驱动器12、第一直线驱动器21和研磨组件23与

控制器电连接；黏贴带13的两面分别为具有粘性的黏贴面和耐磨面，在进行加工时，操作人

员先通过机械手将二极管6按顺序码放在黏贴带13上，通过黏贴带13的黏贴面将二极管6粘

黏固定，接着控制器发送信号给旋转驱动器12，旋转驱动器12收到信号后驱动传动辊11转

动，通过传动辊11带动黏贴带13转动，进而将二极管6移动至研磨组件23处，接着控制器发

送信号给第一直线驱动器21，第一直线驱动器21收到信号后驱动第一安装架22下移，同时

通过压紧组件将黏贴带13下压至支撑台31上，通过支撑台31和黏贴带13的将二极管6固定，

第一安装架22带动研磨组件23下移，进而通过研磨组件23对二极管6进行研磨加工，加工完

成后，第一直线驱动器21控制第一安装架22和研磨组件23复位，接着重复上述步骤，对下一

组二极管6进行减薄处理。

[0035] 参照图2和图3：压紧组件包括第一支架321、第二支架322和第一弹性件323；第一

支架321安装在机架1上；第一支架321上安装有第一导向环，第一导向环远离第一支架321

的一端设置有第一限位环3212；第二支架322与第一导向环滑动配合，第二支架322上设置

有第一压块3221，第二支架322通过杆件与第一压块3221连接；第一弹性件323的两端分别

与第一支架321和第二支架322连接；在工作状态下，当第一直线驱动器21驱动第一安装架

22下移时，第一安装架22与第二支架322接触后推动第二支架322下移。

[0036] 作为压紧组件的第一实施例，本发明通过第一支架321、第二支架322、第一压块

3221和第一弹性件323实现了将黏贴带13压紧在支撑台31上的功能，在第一安装架22下移

时自动驱动第一压块3221下压，通过第一弹性件323的设置，在第一安装架22复位后，自动

控制第一压块3221复位。在进行加工时，操作人员先通过机械手将二极管6按顺序码放在黏

贴带13上，通过黏贴带13的黏贴面将二极管6粘黏固定，接着控制器发送信号给旋转驱动器

12，旋转驱动器12收到信号后驱动传动辊11转动，通过传动辊11带动黏贴带13转动，进而将

二极管6移动至研磨组件23处，接着控制器发送信号给第一直线驱动器21，第一直线驱动器

21收到信号后驱动第一安装架22下移，第一安装架22与第二支架322接触后，克服第一弹性

件323的弹力推动第二支架322和第一压块3221下移，通过第一压块3221将黏贴膜压紧在支

撑台31上，通过支撑台31和黏贴带13的将二极管6固定，第一安装架22带动研磨组件23下

移，进而通过研磨组件23对二极管6进行研磨加工。加工完成后，第一直线驱动器21控制第

一安装架22和研磨组件23复位，第二支架322失去挤压作用力后，在第一弹性件323的弹力

作用下复位。

[0037] 参照图1：黏贴带13上设置有耐磨部131；在工作状态下，当压紧组件工作时，压紧

组件将黏贴带13的耐磨部131压紧在支撑台31上。

[0038] 本发明通过耐磨部131实现了提高黏贴带13的使用寿命的效果，同时避免第一压
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块3221复位时在粘性作用下拉动黏贴带13的情况。黏贴带13的耐磨部131优选为橡胶材质，

通过在黏贴带13上设置橡胶层的耐磨部131，既能够提高压块与黏贴带13之间的摩擦力，又

能够保护黏贴带13，避免第一压块3221复位时拉动黏贴带13，将黏贴带13拉起，而导致黏贴

带13受损的情况。

[0039] 参照图1和图4：机架1上设置有限位机构4，限位机构4包括延伸杆41、感应板42和

调节组件43；延伸杆41设置在第一安装架22上；感应板42设置在机架1上，感应板42上设置

有用于感应其所受压力的压力传感器；调节组件43设置在机架1上且其用于调节感应板42

的位置。

[0040] 本发明通过延伸杆41、感应板42和调节组件43实现了精确控制研磨组件23的研磨

深度的功能。所述感应板42的表面经过打磨处理，进而精确控制器表面平整度；在进行加工

时，通过旋转驱动器12控制黏贴带13转动，黏贴带13带动二极管6移动至研磨组件23处，接

着通过压紧组件将黏贴带13的耐磨部131压紧在支撑台31上，然后通过第一直线驱动器21

控制研磨组件23下移，研磨组件23对二极管6进行研磨加工，随着研磨深度的增加，第一安

装架22上的延伸杆41与感应板42接触，感应板42上的压力传感器感应到压力后，反馈信号

给控制器，控制器收到信号后停止第一直线驱动器21的驱动，进而控制研磨深度，所述感应

板42的上表面经过精细处理，起到测量工装的效果，在调节研磨深度时，通过调节组件43调

节感应板42的高度，控制自动加工的阙值。

[0041] 参照图4和图5：调节组件43包括第二安装架431、螺杆432、蜗轮433、蜗杆434和把

手435；第二安装架431滑动安装在机架1上，感应板42安装在第二安装架431上；螺杆432转

动安装在第二安装架431上且其与机架1螺纹连接；蜗杆434转动安装在第二安装架431上；

蜗轮433套接在螺杆432上，蜗轮433与蜗杆434啮合连接；把手435套接在蜗杆434上。

[0042] 本发明通过第二安装架431、螺杆432、蜗轮433、蜗杆434和把手435实现了调节感

应板42高度的功能。在调节研磨深度时，操作人员握住把手435，通过把手435转动蜗杆434，

蜗杆434驱动与其传动连接的蜗轮433转动，蜗轮433带动螺杆432转动，而螺杆432与机架1

螺纹连接，螺杆432的转动会带动第二安装架431移动，第二安装架431带动感应板42移动，

调节感应板42的高度，控制自动加工的阙值。通过蜗轮433和蜗杆434的设置，达到减速传

动、提高调节精度的效果，同时通过蜗轮433、蜗杆434的自锁性，能够避免第二安装架431在

重力或其他外力作用下自行滑动，进而达到避免导致感应精度误差增大的效果。

[0043] 参照图6‑图8：压紧组件包括第三支架324、第四支架325和第二弹性件326；第三支

架324安装在机架1上；第三支架324上安装有第二导向杆3241，第二导向杆3241远离第三支

架324的一端设置有第二限位环3242；第四支架325与第二导向杆3241滑动配合，第四支架

325上设置有第二压块3251，第四支架325通过杆件与第二压块3251连接；第二弹性件326的

两端分别与第四支架325和第二限位环3242连接；机架1上设置有辅助控制机构5，辅助控制

机构5包括限制组件51和控制组件52；限制组件51设置在第三支架324上且其用于限制第四

支架325移动；控制组件52设置在第三支架324上；在工作状态下，当第一安装架22下移时，

第一安装架22驱动控制组件52，控制组件52解除限制组件51对第四支架325的移动限制，第

四支架325在第二弹性件326的弹力作用下下移，第四支架325带动第二压块3251移动，第二

压块3251将黏贴带13压紧在支撑台31上。

[0044] 作为压紧组件的第二实施例，本发明通过第三支架324、第四支架325、第二压块
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3251和第二弹性件326实现了将黏贴带13压紧在支撑台31上的功能，并通过限制组件51和

控制组件52的设置，达到在第一安装架22下移至指定范围后快速控制第四支架325下压的

效果，并且通过第二弹性件326的设置，达到稳定第二压块3251的下压力的效果。在第一直

线驱动器21驱动第一安装架22和研磨组件23下移时，第一安装架22驱动控制组件52，控制

组件52解除限制组件51对第四支架325的移动限制，第四支架325在第二弹性件326的弹力

作用下下移，第四支架325带动第二压块3251移动，第二压块3251将黏贴带13压紧在支撑台

31上。

[0045] 参照图6‑图9：限制组件51包括安装座511、卡块512和第三弹性件513；安装座511

安装在第三支架324上；卡块512滑动安装在安装座511上；第四支架325上开设有与卡块512

配合的卡槽514；第三弹性件513的两端分别与安装座511和卡块512连接。

[0046] 本发明通过安装座511、卡块512、卡槽514和第三弹性件513实现了限制第四支架

325移动的功能。在第一直线驱动器21驱动第一安装架22和研磨组件23下移时，第一安装架

22驱动控制组件52，控制组件52克服第三弹性件513的弹力驱动卡块512朝远离卡槽514的

方向移动，在卡块512与卡槽514分离后，解除限制组件51对第四支架325的移动限制，第四

支架325在第二弹性件326的弹力作用下下移，第四支架325带动第二压块3251移动，第二压

块3251将黏贴带13压紧在支撑台31上。

[0047] 参照图6‑图9：控制组件52包括安装板521、第四弹性件522和卡板523；第四弹性件

522的两端分别与安装板521和安装座511连接；卡板523设置在安装板521上，且卡板523与

安装座511滑动配合；卡块512上开设有斜向导槽5121；第一安装架22上设置有用于推动安

装板521沿竖直方向下移的推动组件53；第三支架324上设置有用于控制第四支架325复位

的复位组件54；在工作状态下，第一直线驱动器21驱动第一安装架22下移时，推动组件53与

安装板521接触后，克服第四弹性件522的弹力驱动安装板521和卡板523下移，卡板523与卡

块512的斜向导槽5121接触后挤压卡块512，驱动卡块512朝远离卡槽514的方向移动。

[0048] 本发明通过安装板521、第四弹性件522和卡板523实现了控制卡块512移动的功

能。在第一直线驱动器21驱动第一安装架22和研磨组件23下移时，推动组件53与安装板521

接触后，克服第四弹性件522的弹力驱动安装板521和卡板523下移，卡板523与卡块512的斜

向导槽5121接触后挤压卡块512，驱动卡块512朝远离卡槽514的方向移动，在卡块512与卡

槽514分离后，解除限制组件51对第四支架325的移动限制，第四支架325在第二弹性件326

的弹力作用下下移，第四支架325带动第二压块3251移动，第二压块3251将黏贴带13压紧在

支撑台31上。在加工完成后，第一直线驱动器21控制第一安装架22复位，同时通过复位组件

54克服第二弹性件326的弹力控制第四支架325复位，第四支架325复位后，限制组件51再次

固定第四支架325。

[0049] 参照图6、图7和图10：推动组件53包括连接架531、推架532和第五弹性件533；连接

架531安装在第一安装架22上；推架532滑动安装在连接架531上，推架532上设置有限位块

5321；第五弹性件533的两端分别与推架532和连接架531连接，在推架532未与安装板521接

触时，在第五弹性件533的弹力作用下，限位块5321与连接架531抵紧配合。

[0050] 本发明通过连接架531、推架532和第五弹性件533实现了推动安装板521的功能，

达到驱动控制组件52并通过控制组件52解除限制组件51对第四支架325的移动限制的效

果。第五弹性件533的弹力系数远大于第四弹性件522；在第一直线驱动器21驱动第一安装
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架22和研磨组件23下移时，第一安装架22带动连接架531移动，连接架531通过第五弹性件

533推动推架532移动，推架532与安装板521接触后，克服第四弹性件522的弹力驱动安装板

521和卡板523下移，卡板523与卡块512的斜向导槽5121接触后挤压卡块512，驱动卡块512

朝远离卡槽514的方向移动，在卡块512与卡槽514分离后，解除限制组件51对第四支架325

的移动限制，第四支架325在第二弹性件326的弹力作用下下移，第四支架325带动第二压块

3251移动，第二压块3251将黏贴带13压紧在支撑台31上。通过第五弹性件533的弹力作用，

在第一安装架22开始复位的一段时间内，推架532仍在第五弹性件533的弹力作用下推动安

装板521，直至推架532完全与安装板521分离，复位组件54控制第四支架325复位后，限制组

件51才能够对第四支架325进行移动限制。

[0051] 参照图6‑图8：复位组件54包括第二直线驱动器541、推板542和延伸板543；第二直

线驱动器541安装在第三支架324上；推板542与第二直线驱动器541的驱动端连接；延伸板

543与第四支架325连接且其位于推板542的正上方。

[0052] 本发明通过第二直线驱动器541、推板542和延伸板543实现了控制第四支架325复

位的功能。第二直线驱动器541优选为直线气缸，第二直线驱动器541与控制器电连接；在完

成加工后，第一直线驱动器21控制第一安装架22复位，第一安装架22带动连接架531和推架

532移动，在推架532与安装板521分离后，控制器发送信号给第二直线驱动器541，第二直线

驱动器541收到信号后驱动推板542上移，推板542推动延伸板543移动，进而通过延伸板543

带动第四支架325移动，在第四支架325的卡槽514与卡块512对齐后，卡块512在第三弹性件

513的弹力作用下卡入卡槽514，进而限制第四支架325的移动。在此过程中，第二直线驱动

器541控制推板542复位。

[0053] 以上实施例仅表达了本发明的一种或几种实施方式，其描述较为具体和详细，但

并不能因此而理解为对本发明范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来

说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护

范围。因此，本发明的保护范围应以所附权利要求为准。
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图 2
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图 3
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图 4
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图 5
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图 6
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图 7
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图 8
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图 9
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图 10
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